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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissesment des éditions révisées et aux mises a4 jour peuvent
é&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

© Bulletin de Ia CEIX

@ Rapport d’activité de la CEIL

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

@® Report on TEC Activities
Published yearly

AN

@® Cataloguf des publications de Ia CEL

Publié annuellement

Terminologi¢ utilisée dans la présente publication

Seuls sont ¢éfinis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publigation.

En ce qui fconcerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 lal Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique Ini{rnational (V.E.L.), qui est ¢tablie sous forme de
chapitres sépa X
ral étant publfé séparément. Des détails complets suNe V.EI.
peuvent étre dbtenus sur demande.

Symboles grlaphiques et littéra
Seuls des pymboles graphiqpes
inclus dans la|présente publicatipn.

Le recueil pomplet
la CEI fait I'gpbjet de la i

Les symbolps littéraux
font Pobjet dg la Publicatjon 27 de

@® Catalogue of IEC Publidations

Published yearly

of this publication

eaders are refeqfred to IEC Publi-

Plectrotechnical Vgcabulary (I.LE.V.),
he form of separate chdpters each dealing
the General Index bejng published as a
&\ booklet/ Full details of the T.E.V. will be supplied

phical and letter symbols

Only special graphical and letter symbolls are included in
this publication.

The complete series of graphical symbolp approved by the
1EC is given in 1EC Publication 117,

Letter symbols and other signs approvefl by the IEC are
contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ol sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés. :

lles par les Comités nationaux.
{ 1 x adoptent dans leurs
iti S\le permettent. Toute
Ossible, &tre indiquée

2) Ces d¢cisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que toys
régles [nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot K
divergg¢nce entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante
en termes clairs dans cette dernicre.

La pr¢sente publication a été établie par le Comité d’Etude§ ¥ y ‘ imés.

Des pyojets ont été discutés lors des ré
A la suite de cette derniére réunion, un
Comités|nationaux suivant la Régle des Six

tholm en juin 1973,
& I'approbation des

Les pqys suivants se sont prononcés explici

Isragl

Italie

Japon

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie.

Suéde

Suisse

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERMS AND DEFINITIONS FOR PRINTED CIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects_dealt with

2) They have the

form of recommendations for international use and they are accepted by the National q in that sense.

% the text of
ween the IEC

3) In order to pr
the IEC recon
recommendatiq

This publicat

Drafts were ( b 1973, As a
result of this laftter meeting, a draft, document 52(Centra ] 3-8 Committees
for approval ui

The followin

Japan

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

Union of Soviet
Socialist Republics

United States of America
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MERIYHAPOIHAA 9JIEKTPOTEXHUYECKAA HOMUCCUA

TEPMUHBI W ONMPEAEJEHMA I MEYATHBIX CXEM

NPEOUCIOBUE

1. Ofunuansusie pelrenns win cordauennsa MOK 1m0 TeXHUYeCKUM BOIPOCAM, HOJATOTOBIGHHBIE TEXHUIECKUMI KOMUTETAMI,
B KOTOPHIX INPECTABIEGHB BCEe BAMHTEPECOBAHHLIC NAIHOHANLHBIE KOMHUTETH, BHPAKAIOT, YO BO3MOMKHOCTH TOYHO,
MEHUIYHAPONHYIO TOYKY BPeHHs B NAHHOK ofmacru. T~

aHuA H\ﬂﬂl BUAC MTPUHUMAIOTCA

3. B nerlsx copeiicreua MemspyHaponuoi yauduranun MOK rpaskaer momenafine\TrQ0H Ree “HALORATbHBIE KOMUTETH
IPHHAIE HACTOAMIYI0 peroMennanmuio MOK B KauyecTBe CBOMX HAIMOHNAIBILEX 03BOJIAIOT YCIOBUI

raxdit crpamsr, JlioGoe pacxomkpeHne ¢ peroMenmanuamu MOK momgho BTk B COOTBETCTBYIOIIUX
HANMOEANBHBIX CTAHIAPTAX.,

2. Il;aHHIlIe pelienust MPEICTABNAIoT co00% PeKOMEHANMN JIA MEHIYHAPOSHOT0 0Ib
HANNOHAILHLIMU KOMUTETAMMY,

Hacr HEIE CXEMBL ».

IIpoed fpoxonmeiux B JIQumone B mewabpe
1971 r. . ; 3 dro cosertanusa B HosAOpe 1973 r. mpoexnt
(moxyme 300 HAMOHAIBHEIM KOMATETAM Ha| yTBEpP/RIeHNE II0
ITpasun

Coiteny

Hupepnanms
Mompma
Iopryrammna
Pympansa
Coennuennsie Hltarer Apepunu
Comos Cosercrux ConuajiucTrIeCKUX
Pecrrybuur
Opanrus
Hseitapun
[senusa
fnomna’
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TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

INTRODUCTION

La liste des termes et des définitions ne se rapporte pas uniquement aux publications de la CEI, mais rassemble
les termes les plus couramment utilisés dans le domaine des circuits imprimés.

INTRODUCTION

The listed tefms and definitions dxe publications, but are intended| to cover the

most widely used terms in the field

9,

TEPMUHBI N ONIPEAEJEHUS NJId NNEYATHBIX CXEM

Borynienue

Brniouennse B HACTOAMYO TyOJMKAINIO TEPMUHH W OIpefieliellna He o00ABaTeNBHO OTHOCATCA H
nyGnuramuam MO, opmamxo o0BeUHEAIT Hawmbojee IIUPOKO MCIONB3YeMEle TepMUHE B 00JacTH
TIEYATHHIX CXEM.
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01

01-01

01-02

01-03

01-04

Généralités
Circuit imprimé

Terme généralement utilisé avec
trois significations possibles au
moins:

a) Terme générique pour décrire
une certaine technique.

b) Circuit réalisé par impression,
comprenant des composants im-
primés, un ciblage imprimé, ou
une combinaison des deux, le
tout formé selon un dessin pré-
établi ou rapporté sur la ou les
surface(s) d’un support com-
mun.

—8
General

Printed circuit

This term is in common use with at
least three meanings:

a) A generic term to describe a
certain technique.

b) Circuit obtained by printing and
comprising printed compo-
nents, printed wiring, or a
combination thereof, all formed
in a predetermined design in,
or attached to, a surface or
surfaces of a common base.

00mue MOMATHA

IleuaTHad cxema

Manuuii TepMUH IPUHAT IOBCE-
MecTHO, IO KpaiiHedt Mepe, ¢
TPEMA BHAUCHUSIMH :

a) 9ro ofuwit TepMun NS ONU-
CaHufl OMpPENEJICHHOTO Me-
TOHA.

b) Cxema, mnoXyueHHAs TNyTeM
mevyarTH W BRIIOUAIOHIAS ITe-
YATHHIE BIEMEHTH, MeYATHHIH
MOHTA}K WINM UX KomOuHAa-
nuie, 06pa3s0BAHHEIE B NpEH-
BapUTENbHO!  KOHCTPYRIUN
WM TTOMCOeTUIIEHHEIe K II0-
BepXioCTH (WM WOBEPXHO-

gm) o0urero ocHoBanus.

¢) Circuit réalisé par impression,
comprenant un ciblage imprimé
et des composants convention-
nels, le tout disposé selon un
dessin préétabli ou rapporté sur
1a ou les surface(s) d’un support
commun,

Cablage imprimé

Technique de ciblage par impre:
sion dans laquelle les connexions
entre les composants d’un dispositif
électrique ou électronique ou d’'une
partie de celui-ci, y compris les

tionn
isolan

double face, les cartes multi-
couches, les cartes souples et les

cartes a4 la fois multicouches et
souples.

Carte imprimée multicouche

Carte imprimée composée de cou-
ches alternées d’impressions con-
ductrices et de matériaux isolants
avec des impressions conductrices
dans plus de deux couches, les
impressions étant éventuellement
interconnectées.

¢) Circuit obtained by printing and
comprising printed wiring and
conventional components, /alt
arranged in a predetermi
design in, or attach
surface or surfaces of a\common
base.

Printed board

Base material cut to size containing
all holes and bearing at least one
conductive pattern.

multilayer, flexible and flexible
multilayer boards.

Multilayer printed board

A printed board consisting of
alternate layers of conductive pat-
terns and insulating materials with
conductive patterns in more than
two layers and with the conductive
patterns interconnected as required.

MOJIy4YeHHAST IIYTeM
BKJIIOYAIOMAS I1e-
ouTAK M OOBMHLIE
1,/PACIIONIOMeHHEE B
NTCIIBHOH KOHCTPYK-
TONCOENTUHEHHEe K
pcri (MIM  ITOBEPX-
HOCTAM) [ 0011er0 OCHOBAHUA.

IMegaTHLI MOHTAM®

Croco0 MOHTauKa, IIpH KOTOPOM
COGIUHEeHNE| DIIEMEHTOB DIIEKTPHU-
YECHOTO WUJH DIIEKTPOHHOTO yC-
TpoicTBA NI YACTH €ro, BRIIO-
yasg SHPAHEPYIOUUE HICMEHTEHI,
BBHIIOJHEHE| ¢ MOMOIIBI0O TOHKUX
MEUATHLIX [POBOTHUKOB, HAXO-
NAMUAXCA BHYTPU WM IIPUKIICCH-
HBEX K HOBPPXHOCTH MaTepuasia
OCHOBAHMUA, ¥ B KOTOPOM BCE
QYHKIMOHAJILHEIC DJIEMENTH OT-
JIGJIEHEl  OT [ MaTepuanza OCHOBA-
HuA,

HeuaTnas iara

Matepuall CHOBAHMA, BEPe3all-
HEI 0 pasMepy, copeptarnuit
HeoOXo#uMLle OTBEpPCTAA M, II0
MEHBINEH Mepe, ONUH IIPOBOJA-
LU PUCYHPIK.

BAIOTCA OZHOCTOPOH-
HUe, ABYCTOPOHHUE, MHOTOCIIOI-
Hple, THOKNe MeYaTHEIE IIIATHL I
ru6Kme MHOTOCHONHEIC Iedar-
HbIe TIIATH.

Miuoroenoifinan meyaTHasm IIATA

IMevaTHas miara, COCTOALTAST U3
YepeyIOMUXCS CII0eB H30IUPY-
101[er0  Marepualia ¢ HpPOBOJIS-
UMY PUCYNRaMM Ha JABYX K
foilee CIOAX, MEMAY HOTOPHIMU
BHIIONHEHBl TpeGyeMble COeH-
HEHUS.
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01-05

01-06

01-07

01-08

01-09

01-10

01-11

Carte imprimée souple

Carte imprimée utilisant un support
isolant souple.

Carte mére

Carte imprimée sur laquelle une ou
plusieurs cartes imprimées sont
montées et connectées.

Coté composant

—9

Flexible printed board

A printed board using a flexible
base material.

Mother board

A printed board on which one or
more printed board assemblies
may be assembled and connected.

Component side

Tudxaa meuaTHAA MIATA

Ieuvarnast naara, umeiomas ru6-
KOe OCHOBAaIue.

OO Bbe mHITeNbHAS AT

Ilewarnas naara, HA KOTOPOI
MOMKHO co6parb U COefUHHUTH
OFTMH miin GoJiee MeYaTHHIX Y3I0B.

Cropona MonTaxa METATHOIE

Facg de la carte imprimée sur la-
quejle la plupart des composants
sonf montés.

Co6té soudure

Fage d’une carte imprimée opposée
au ¢6té composant.

Grille

ment des connexions
imgrimée.

That side of the printed board on
which most of the components will
be mounted.

Solder side

located on the crosspoints
of the gridlines. The posi-
tion of the conductors,
however, is independent
of the grid; the conductor
may not necessarily follow
the gridlines.

i mjare, Ha
i1BaeTCHA 0OJIh-
HIIEMEHTOR.

QPOHA IIeYATHON IIATHI, IIPO-
BOTIOJIOAHAA CTOPOHE MOITAMRA
@UATHOI IIATHL.

KooppumnarHas cenka

OproronambHad CPria, COCTOs-
madg M3 JBYX IJapajllelbHBIX
PaBHOYAAIEHHLX [IMINMA, Tpen-
HAaBHAYeHHLIX M PACHOd0Ke-
HUA COAMHeHUil [Ha IeuaTHON
mwIare.

Hpumewanue. —| CoenuneHus
CIefyer pacuongrarh B TOUKAX
vepeceuenns JHUHOE CETKU.
OnHaKo paclojoyenne  mpo-
BOAHUKOB HE BaBUCUT OT CeT-
KI; HeT Heo0XJMUMOCTH pac-
OJararh MPOBGAHUK IO JH-
HHUH CETRU.

Impression

Reproduction d’un tracé sur une
surface par un moyen quelconque.

Impression

Configurations conductrices et/ou
non conductrices sur un flan ou sur
une carte imprimée.

Terme utilisé également pour dé-
signer la ou les configurations sur
les outils, dessins et clichés corres-
pondants.

Printing

Act of reproducing a pattern on a
surface by any process.

Pattern

Configuration of conductive and/
or non-conductive patterns on a
panel or printed board.
Pattern denotes also the circuit
configuration on related tools,
drawings and masters.

ITeuaTh

Bocupounssenenne pucynka Ha
OBepXHOCTH JIO0LIM cHOCOBOM,

PUCYHOE TIeYATHON IIATLI

Houdurypammsa  mpoBopsimero
W/ HempOBORAIIEr0 PUCYHKA
Ha 2aroToske IEYATHON ILIATH.
Pucyrnor osmagaer TamiRe KOH-
QUryparuo CXeMBl HA HHCTPY-
MeHTaX, uepTemxax u (oromas-
JIOHAX.
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01-12

01-13

01-14

01-15

01-16

01-17

01-18

01-19

01-20

Impression conductrice

Configuration des parties électrique-
ment conductrices d’une carte im-
primée.

Impression non conductrice

Configuration d’un matériau fonc-
tionnel non conducteur d’une carte
imprimée (par exemple, un diélec-
trique ou une réserve).

Conducteur

— 10 —

Conductive pattern

Configuration formed by electrically
conductive material of a printed
board.

Non-conductive pattern

Configuration formed by functional
non-conductive material of a printed
board (e.g. dielectric or resist).

Conductor

‘IIponomsmumii pucyHOK

Pucynor, ofpasoBasmbit 1po-
BOJHUKOBBEIM MATepHaJIOM Tie-
YaTHoNl MJIATH.

Henpopogaumii pucynor

Pucynowr, oGpasopanuntit nenpo-
BOLHUKOBEIM ~ MaTePHAIOM  IIe-
YATHOW IMIIaTHl (HAIpHUMep, JH-
BIIEKTPUKOM UJIN PE3UCTOM).

}Eeqa{ﬂmﬁ NPOBOIIE

Piste conductrice individuelle d’une
impression conductrice.

Conducteur afflenrant

Conducteur dont la surface externe
est dans le méme plan que la sur-
face du support isolant.

Contact imprimé

Portion d’impression conductrice
utilisée comme partie d’un systéme
de contact.

Corfipesant faigant partie de I'im-
pression n/Aircuit imprimé (par
exémple, inductance, résistance,

Single conductive path in a con-
ductive pattern.

Flush conductor

tive pattern serv-
as ongaxt of a\contact system.

e board contacts

Series of contacts printed on the
edges of a printed board and in-
tended for mating with an edge
socket connector.

Printed component

Component (e.g. printed inductor,
resistor, capacitor or transmission
line) forming part of the pattern of

NAINAS  IT0JIOCKA B
pHCYILIKe.

TeUATHBIA
POBOTTHME

eqaTHLII MJOBOMINK, BHEIIHAA
MOBEPXHOCTH [KOTOPOT'0 HAXOXUT-
¢cA B OJHON [IJAOCKOCTH C MaTe-
PHAIOM OCHOBAHMUA.

IleyaTnsii KQETAKT

Yacrs HpoBPAAINETO PUCYHKA,
CIyMal@ass B KauyecrBe ORHOI
YACTU KOHTARTHOI CHCTeMLI.

Konmepsie n¢uaTHne KOHTAKTEI

Pf[;[[ IMeYATHRIX HKOHTAKTOB HA
Kpaw I1e4yar 1011 TJIQTEL, TIPey -
HABHAYEHHBLIN NJIA CONpAMEeHUuA
Cc rpeGquaTL M COCIMUHUTEIIEM.

IleuaTHBlH sleMenT

DuieMeHT (HYUpPUMED, ileYATHAA
VHAYKTHBHO(QTh, PE3HCTOP, KOH-
MEHCATOP WIIN JININA Nepefadn),

condensateur, ligne de transmission
imprimés).

Composants sur bande

Composants fixés sur des bandes
continues.

Marquage .

Lettres ou symboles sur la carte
imprimée indiquant, par exemple,
les numéros des pi€ces, ’emplace-
ment des composants, etc.

a printed circuit.

Taped components

Components attached to continuous
tapes.

Legend

A format of lettering or symbols on
the printed board, e.g. part num-
bers, component locations, etc.

00pasyoLil 4acTh PUCYHKA JIe-
YATHOH CXEMBHI.

Ynaxopra 2IeMeHTOB Ha JCHTe

SileMeHTHL, IPUKPEINICHHDIE X He-
MPEPHIBHEIM JICHTAM.

Mapruposka

®opmar OYKB WIM CHMBOJIOB HA
mevaTHOH IIaTe, HANPUMED, HO-
Mepa [eralieil, pacroJoKeHNe
DIIEMEHTOB.
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01-21

02

02-01

02-02

02-03

02-04

02-05

02-06

Carte imprimée équipée

Carte imprimée munie de compo-
sants électriques et mécaniques, et,
éventuellement, d’autres. cartes im-
primées, une fois toutes les opéra-
tions de fabrication, de soudage,
d’enrobage, etc., terminées.

Matériau de base

Support isolant

gssion peut étre reallsée

Ndte. — Cette matiere peut ¢&tre
rigide ou souple.

Ejaisseur du support isolant

Epaisseur du matériau de base a
Pexclusion de la feuille conductrice
ouf éventuellement des dépdts sur
les| faces.

Rdsine a I’état B

— 11 —

Printed board assembly

Printed board with electrical and
mechanical components and/or
other printed boards attached to it
with all manufacturing processes,
soldering, coating, etc., completed.

Base material

Base material

pattern may be formed

Note. — The material may be rigid
or flexible.

Base material thickness

Prepreg

Sheet material (e.g. glass fabric)
impregnated with a resin cured to
a B-stage. :

TleuaTnstii ysex

IeyaTnasg maara ¢ HOACOEMU-
HCHHBIMI K TIeif BIeKTPHUECRIME
U MEXQHWYECKHME DIEMEHTAME
I/HI APYTHME NEYaTHBIMU 1A~
TAMHI U C BLIIOJHEHHBIME BCEMU
mporieccamu  o0paboTru: maii-
KO, TIOKPLITUAME U T. [,

Marepual ocHOBAHUS

Mﬂ.TOleaJI OCHOBAIMA

HTEePHAT, HA KO-
A PUCYHOK.

arepua; Mo-
PRRM WoId Tu6-

a MaTePpHpId OCHOBAHHA

I{HA MATCPHUPIIA OCHOBAHIA
¢3 nposofAmel] (QOIBIM M
OCAMIeHHOr0 MefajlIa Ha II0-
BEPXHOCTAX.

Marepuax B cragnu B

TepMopeaKkTHBHA{ CMOJA B IIPO-
MEKYTOYHON CTYNU PEAKINM,
npM KOTopo#t Majrepuan pasby-
Xaer, KOrjga OH HOHTAKTHDYET C
OLPEMIeIEHHLIMU AKUNKOCTSMU, U
pasMArYaercA IPU Harpese, HO
He MOKeT IOJHPCTHI0 pACTBO-
PATHCA UK NIABRTHCH.

Ilpokaagounad THaHE

JincroBoii marepyadn (manpumep,
CTEIIIOTHAHD) , POINTAHHEI
CMOJIOl, OTBEPJJECHHON 70 - cra-
muu B.

Feuille de collage

Feuille préimprégnée ou autre ma-
tériau ayant des propriétés adhé-
sives adéquates utilisés pour coller
ensemble des couches élémentaires
afin de réaliser une carte imprimée
multicouche.

Effet de méche

Absorption capillaire de liquide le
long des fibres du matériau de base.

Bonding sheet

Sheet of prepreg or other material
having suitable adhesive properties,
used to bond together individual
layers to produce a multilayer
printed board.

Wicking

Capillary absorption of liquid along
the fibres of the base material.

CEnenBaOIAA IMPORIAATER

JIucT mpowmamouiodl THAHM WK
ApyToTo MaTepnaJxa, obnamamo-
IIMA  COOTBETCTBYIOMUMY  afre-
BUOHHBIMI CBOHCTBAMM ® HC-
[MOJIL3YeMBI{ IS CRIIeNBAHUA OT-
JIeNBHBIX CII0EB IpK 06paBoBaANUI
MHOTOCHONHON MeYaTHol IIIaTLI.

Ournanueiid d@gerT

Hammisipgoe  NPOHUKHOBEHUE
JKUAKOCTH BROJIb BOJIOKOH Mare-
pHana OCHOBAHUA.
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02-07

02-08

02-09

02-10

03

03-01

03-02

03-03

Support isolant métallisé

Support isolant recouvert de métal
sur une ou deux faces.

Feuille conductrice

Matériau conducteur couvrant 'une
ou les deux faces du support isolant
et destiné a la formation de I'im-
pression conductrice.

__Etat de surface brut de presse

Etat présenté par la surface métal-
lique d’un stratifi¢ métallis¢ lors-
qu’il n’a subi daucun traitement de
finition aprés sa sortie de presse.

Finition dépolie

Finition présentée par la surface
métallique d’un stratifié métallisé
lorsque I’état de surface original de
la métallisation a été modifié
mécaniquement par un procédé tel
que le brossage ou I’exposition a
une boue d’abrasif fin.

" Matt finish

Metal-clad base material

Base material covered with metal
on one or both sides.

Conductive foil

Conductive material that covers
one or both sides of the base ma-
terial and is intended for forming
the conductive pattern.

Plate finish

DoAbrupOBAHHEI MAaTCPUAT
OCHOBRHUIT

Marepnan ocionaHus, IOKpH-
TR ¢ OIHOM MU JBYX CTOpol
METAJIIIOM .

IIposomuaa Hoasra

I poBomHaIKOBEIT MaTepuas, mo-
KPLIBAIOLWH ofHy uiun obe cTo-
POHEL MaTepHaIa OCHOBAHMA WU
TmpegHAagHAYEHHLIH A oGpaso-
BaHWUS NPOBOJAIET0 PUCYHKA,

ne

The finish present on the metallic
surface of the metal-clad basg
material on removal from H
laminating press without modi
cation by any subsequent §
process. -

ception — Artwork master

Through connection

An electrical connection between
conductive patterns on opposite
sides of a printed board.

Note. — See also Sub-clause 03-02.

JINYEeCKOH HoBepX-
HPOBAHHOIO Mare-
51 TIOCJIe UBBATUA
IMT npecca Ges
00BIM  IOCHEyIo-
M oGpaboTun.

aTUpoBaHmng

OTnenxa MET4IIINIECKOM IOBEPX-
HocTH (JOIBYMPOBAHHOTO Mare-
puasia OCHOHAHWA, IIOJYYeHHAT
uU3MeHEeHNeM | ITepBOHAYAIBHOrO
CATHHUPOBAHPSA MEXAHHUECKUM
mponeccoM  ¢0paboTku, Haupu-
Mep, OYUCTKOU IeTHOU Haum 06-
paboTkoil MpaKoii abpasuBHON
cyclensueii.

Tonarue — Yepreir
TIEYATHOTO [MOHTAMRA

CrBo3H0e coduuHeHme

DIIEKTPUUECHOE COETUIEHIE MEFK-
Iy IPOBONANKIMU PUCYHKAMM Ha
TPOTUBOIOJIJMKHBIX CTOPOHAX IIE-
JaTHONI rraThr.

Il pumenarnuef — Cm.  rawe
nopnynkt 03-02.

Connexion entre couches

Liaison électrique entre les impres-
sions conductrices de différentes
couches d’une carte imprimée multi-
couche.

Note. — Voir aussi le paragraphe
03-01.

Connexion transversale a fil

Connexion transversale au moyen
d’un fil passant par un trou.

Interlayer connection

An electrical connection between
conductive patterns in different
layers of a multilayer printed board.

Note. — See also Sub-clause 03-01.

Wire through connection

A through connection using a wire
in a single hole.

Me:kexoiinoe coepuuenne

OJIEKTPUUECCKOE COJIMHEHIIe MeK-
Ay NPOBOAALUMA PHCYHHKAME Ha
PABHLIX CIOAX MHOT'OCIONHON
TeYATHON IINIATHL.

Hpumenarue. — CMm. ramxe
nopnyuxr 03—-01.

III)OBOJIO‘IHOB CEBO3HOC
coeiHeHne

CrBoaHOE coequneHne ¢ HCIoJb-
30BaHIEM IIPOBOJHAKOBOIO MaTe-
puaya B OJJHOM OTBEPCTHUHM.
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03-04

03-05

03-06

03-07

03-08

Fil de liaison

Fil assurant une liaison électrique
entre deux points sur une méme
face d’une carte imprimée.

Trou métallisé

Trou sur les parois duquel est dépo-
sé du métal.

— 13 —

Jumper

A wire providing an electrical con-
nection between two points on one
side of a printed board.

Plated-through hole

Hole in which metal is deposited
on the wall.

Ilepembrura

OTpesoK TPOBOTHHKOBOTO Mare-
puasa, obecrncuuBaoiuit sJiekK-
TPUYECKOE COCAUHCHNE MEHIY
ABYMsA TOYKAMM HA OJHOH CTO-
poHe NeYaTHO! INIATH.

CrxBoaHoe MeTATININPOBAIHOO

OTBEPCTHO

O’I’BepCTI/IO C OCAHKeHHBIM Ha
CTEHKAX METAJIIOM,

Trdu sans pastille

=
=

qu métallisé sans pastille.

Pagtille

Pagtie d’impression conductrice uti-
lisde usuellement, mais non exclu-
sivement, pour la connexion et/ou
la fixation de composants
sug

us d’acces 3 ‘
mé

PPagce
un

mé

Tr

Landless hole

Plated-through hole without.land

seriecs of holes in successive
layers, each set having their centres
on the same axis. These holes pro-
vide access to the surface of the
land in one of the layers of a multi-
layer printed board (see Figure 1).

%«moﬁ

TISHPOBAHHOS
[TaKTHOIl mmiIo-

).

KourarxTHast ICIOINaNEa

Yacrh NOpPOBOSINEr0 pHCYHKA,

o6puno (HO He B

€r1a) MCIOIb-

3yeMana JUIA  COQRUHEHUST WU
TOACOCAUHEHUA 9eMEHTOB.

Mouramnnie okna

Psit orBepeTmii B 1
HBIX CIIOAX, IPUY
CTUsI psAfa NMeIoT
HA OBHOH m TOMI
OKHA AT KOCT
HOCTUA KOITAKTHOI]
OJHOM H3 CII0eB
MEUATHON ILTATHL

0CJIEeIOBATEIN -
eM BCEe OTBEp-
CBOU I[EHTPHL
me ocu. ITH
YT K [0BEpX-
ILIOUATKY HA
MHOTOCIONHOM!
cM. puc. 1).

LLLLLLE

\\\\\<<\<<\>>\\4-‘
\\\\\\I\\\\\\\

FIGUrRe 1. —

—»})\\m\‘\\s\\\\

Pucymor 1.

L7
\\\\\\\\\<\((\

169175
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Dégagement Clearance hole Oxno e 3azopom
Zone sans impression conductrice Area without conductive material, 30Ha, ¢BOGOMHAS OT IIPOBOHU-
d’une impression conductrice, au- in a conductive pattern around a KOBOT'0 MAaTepHaja, B MPOBOIA-
tour d’un trou métallisé d’une plated-through hole of a multi- I[eM PUCYHKE BOKPYT CKBOBHOTO
carte imprimée multicouche, évi- layer printed board, in order to MEeTAIIMBUPOBAHHOr0 OTBEPCTHA
tant tout contact électrique avec le prevent any electrical connection MHOT'OCJIOMHO TeYATHO IIIaTH,
trou métallisé (voir la figure 2). to the plated-through hole (see IPENATCTBYIONAA KAKOMY-Iu00
Figure 2). KOHTAKTy C ®TUM OTBEPCTHEM
{cm. pue. 2}.
Dégagement
Clearance hole
OKHO ¢ 3a30pOM
777
K
2222 ) e 2y,
NN 7 Illllll\\ ‘\\\\\\\<\{Illllllllll
S L NN
Il,l///’//,,,}) - }\\\\\‘\((\(IIIIIIII/‘, pression)gonductrice
LLLLT7D CYHOR
170/75
FIGURE 2. — Pucy
03-10 Trou de positionnement ; Ddurcupyonjee orsepeTne,
encoche de positionnement guxcupyommii nas
Trou ou encoche dans le flan db Oreepcrue Nam Ias B me4aTHol
production ou dans la carte im- maare, o0¢crednBaIoIue BO3-
primée permettant de placer exacte- MOMKHOCTh @€ TOUHOI'0 PACHOJ0-
ment celui-ci ou celle-ci. HREHNSA .
03-11 Trou de montage Kpene:ikuoe [orseperue
Trou utitigé ole used for the mechanical OTBeperue, | Hcmoabsyemoe [OiIs
nique péunting of a printed board or for MEXaHNYCCHOI0 KpemJeHus I1e-
pour Ia Afixai mechanical attachment of compo- YaTHON nJIarel, a TaKKe OJd Me-
§ nents to the printed board. XAHUYECKOTD KpemjeHud aJje-
MeHTOB K IfeyarHol IuIare.
03-12 4 Component hole MonTa:xnod orseperue
Hole used for the attachment of OTBeperue,| HCHOIb3yeMoe Aiid
component terminations to the CcOoCHMHeHUd BHIBOJOB dJIEMeHTA
printed board as well as for any ¢ neyarTHoit maaToil, a TaKKe HIA
nexions élCtriques 4 I'impression electrical connection to the con- J1060T0 BIIGHTPUULCKOTO TIOCOe-
comdctrice: turetive patterrs Ayrena—K NPOBOJAAIIEMY pU-
CYHKY. ’
03-13 Configuration de percage Hole pattern PueyHox oTpeperuii
Disposition de tous les trous dans Arrangement of all holes in a Pacnoso:kerane Bcex oTBepCTHit
une carte imprimée. printed board. HA TIe4yaTHo miate.
03-14 Hachures Cross-hatching Hpopesu
Morcellement volontaire de grandes Deliberate subdividing of large IIpepnamepenHoe pasneseHue

surfaces conductrices.

conductive areas.

GOILINNX YYACTKOB IIPOBOAAIErO
PHUCYHKA.
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03-135

03-16

03-17

04

04-01

04-02

04-03

Détrompeur

Découpe disposée sur le bord d’une
carte imprimée, utilisée pour obtenir
une insertion et un positionnement
corrects dans un connecteur fe-
melle.

Dessin modéle

Configuration précise utilisée pour
exécuter le cliché de production
original; I’échelle est celle requise
pour obtenir la précision néces-
saire (voir la figure 6, page 24).

Polarizing slot

Slot in the edge of a printed board

used to assure proper insertion and '

correct location in a mating con-
nector.

Artwork master

An accurately scaled configuration
used to produce the original pro-
duction master; the scale is chosen
as required to provide the necessary
accuracy (see Figure 6, page 24).

OpuenTupylomuii nas

Ilas ma ®pao medarHoil MmIATH,
HCIIOIL3YeMHBIA EIA IPaBUIbLHON
YCTAHOBKM M DPACIONOMEHUs CO-
OpPATAIOIIEr0CHA COGMIMHNTENA.

OpUrHHAT MCIATHONR CXeMbI

Koudurypamma cxemsl, BBIIOI-
HOHIAS B TOYHOM Maciirale, Ko-
TOPas MCIOJAB3YETCH A IMOJY-
YeHUs HePBOHAYAILHOTO (OTO-
mabaona ; MacuITad BHIOUPAeTCs
TakuM, 4To0bl obecmeunTs HEoO-
XOAUMYIO TOYHOCTH BOCHIPOM3BE-

meHus (Cy pHuc. 6).

Donnée de référence

Poiht, ligne ou plan défini, utilisé
poyr localiser les impressions, les
trofis ou les couches & des fins de
fabfication et/ou de contrdle.

Fabrication

Plan de fabrication

Degsin définissant certaipés
téritiques de la carte
telles. que trous, rainyixgs, cO tour,
impressions avec leur
finition, etc,

Positif

Appellation donnée & une impres-
sion lorsqu’elle est reproduite d’une
fagon non transparente.

Note. — Ce terme est aussi fré-

quemment utilisé avec la
définition suivante:
Cliché de production ori-
ginal ou cliché de produc-
tion sur lequel I'impression
conductrice n’est pas
transparente.

Datum reference

A defined point, line or plane used
to locate patterns, holes or laygrs
for manufacturing and/or j
tion purposes.

hotographic reduction dimension

Dimension (e.g. line or distance
between two specified points) on
the artwork master to indicate, to
the photographer, the extent to
which the artwork master is to be
photographically reduced. The
value of the dimension refers to the

Positive

A pattern is said to be positive when
it is non-transparently reproduced.

Note, — This term is also com-
monly used with the follow-
ing definition:

Original production mas-
ter or production master
in which the conductive
pattern is non-transparent.

a, JIMHUS NITK
b3yeMaA [
MegTONON0HEHNA
B, OTBEPCTHI WX CIOEB
poNegte MBrOTOBICHUA U /I

Usrorosiaenne

IpousBORCTBCHHBI wepTesK

Yepres:, ycTamaByuBaiomui om-
peneeHHbe XapayTepuCTUKY T1e-
YaTHO#i mWIIATHI, HaupuMmep, OT-
BepCTUA, BLIPE3H [massl) rnpodu-
Jelt, pUCYHKM U X PaCIOJIoNe-
HUe, OTHEARY ¥ T.|II.

®dororpafuureckue pasMepsl
YMEHBIIGHISE

Pasmeps! (HATIPUMED, JTHHUSA LU
paccrosinue MeRIy NBYMS OLpe-
meJeHHHMY TouKdMu) Ha $oTo-
OPUTUHAJIE, TOKABKIBAIOLIUE TIPE-
JeIt, 10 KOTOPOro JOIIKEH yMEHb-
marbcda POoToopuTiHAI PoTorpa-
(I)I/I‘IGCHI/IM nyTeM. [3HaueHUE pas-
cmacmaraby 1: 1
U OH [OJLHEH GBITD OT'OBOPEH.

IloauTnnp

PucyHok, BOCIHPON3BOTUMELL He-
TIPO3PAYHEIM.

ITpumenarue. — JlaHHBIA TEPMUH
HCIIOAB3YeTCA TAKKE CO Cllefy-
omyM ompefnenennem: « Ilep-
BOHAUANBHLIL pabouuit doro-
madnor wmau paboumit doTo-
mabIoH, HA KOTOPOM MPOBO-
AN PUCYHOR Helpospauy-
HBL >,
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04-04

04-05

04-06

04-07

04-08

04-09

04-10

04-11

Impression positive

Image du cliché de production dans
laquelle Timpression conductrice
n’est pas transparente.

Négatif

Appellation donnée 4 une impres-
sion lorsqu’elle est reproduite en
transparence.

Note. — Ce terme est aussi fré-
quemment utilisé avec la
définition suivante:

Cliché de production ori-
ginal ou cliché de produc-
tion sur lequel I'impression
conductrice est reproduite

—16 —

Positive pattern

The image on the production master
in which the conductive pattern is
non-transparent.

Negative

A pattern is said to be negative
when it is transparently reproduced.

Note. — This term is also com-
monly used with the fol-
lowing definition:

Original production mas-
ter or production master
in which the conductive

en transparence.

Impression négative

Image du cliché de production dans
laquelle I'impression conductrice
est transparente.

Impression par écran (sérigraphie)

Procédé employé pour transférep
une image sur une surface, en
chassant un produit adéquat a
travers un pochoir & I’aide d’une
raclette,

Cliché de prodpgction erigin:
(négatif ou posit

duction

égatif ou

1 utilisé pour la
cartes imprimése.

Negative pattern

The image on the productio
in which the conduefiv
transparent.

Original production master
(négative’ or positive)

1:1 scale pattern which is used
to produce a production master
(see Figure 6, page 24).

Production master (negative or
positive)

A 1:1 scale pattern which is used
in the production of printed boards.

T103UTHBHELA PHCYHOR

UsoOpaskenne Ha paGouem doTo-
mabioHe, HA KOTOPOM IIPOBOLSA-
M PHCYHOK HeMpPO3pPavYHELi.

Heratuzn

Pucyox, BOCIPOUBBOIMMBIH

IIPO3PAYHLIM.

I pumewarue. — JlaHHBI TEpMUH
UCIIONLAYETCA TAKMKE CO Clie-
OYOIEM  OTpPEesIeHUeM :

« IlepBonavannuelii  paGoumit

Qoromabmon nim pabouuii (o-

TOmAbI0H, HA KOTOPOM uPO-

PHCYHOK IIpOBpAY-

>pucyllou

eHpie Ha paboucm {oro-
yabiIoHe, HA KOTOPOM IIPOBOJS-
gii PUCYHQK IIPOBPAUHEIA.

Cerrorpagun

TIporece nepenoca uso06pasKeHus
HA TOBEPXHOCTH TPOXABIAVBA-
HAeM KPACK) uepes Tpadaperuyio
CeTRY OTYREMUEBIM BAJNKOM.

TlepBoHauaynHEI padounii
doromadrop (HeraTup MK
IIO3UTHE)

PI/ICyHOH, HBITIONHEHHBIE B Mac-
mrade 1:1, KOTOpHIL MCHONb-
8YETCA JIJIA| N3TOTOBIICHNA pa60-
yero (oronfabuona (cm. puc. 6).

Padounii promadion (HeraTHs
WIN O3UTHB)

PrucyHor, HIIONHEHIE B Mac-
mrabe 1:1, KOTOPBHI MCIIOIbL-
3yeTCs B IPPUBBOJCTBE ICUATHBIX
[Iar,

Cliché de production a image
multiple (négatif ou positif)

Cliché de production ayant au
moins deux impressions & ’échelle 1
(voir la figure 6).

Flan

Ebauche de matériau de base dé-
coupée au format de travail (voir
la figure 6).

Multiple image production master
(negative or positive)

A production master having at
least two 1:1 scale patterns (see
Figure 6).

Panel

The work piece that passes through
the production sequence (see
Figure 6).

T'pynnonoit padoumii foro-
AGEON (HeraTHB YN IO3HTHB)

PaGouuii Poromabio, Ha KoTO-
POM BULINOJIHENIO HC MeHee IBYX
pucynroB B macmrabe 1:1 {cm.
puc. 6).

3aroropra

Palouan meranb, Koropas MON-
pepraerca 06paloTKe IIa BCEX
HPOUBBOICTBEHHBIX  OHEepaIAX
{cM. puc. 6).
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04-12

04-13

04-14

04-15

04-16

04-17

04-18

04-19

Impression multiple

Disposition de deux ou plusieurs
impressions & I’échelle 1 contenue
dans un seul flan.

Flan imprimé multiple

Flan imprimé dans lequel une ou
plusieurs impressions se représen-
tent deux ou plusieurs fois et sont
traitées comme un seul ensemble
pour étre divisées ultérieurement.

—_—17 —

Multiple pattern

The arrangement of two or more
1: 1 scale patterns contained within
the size of onc panel.

Multiple printed panel -

A printed panel in which one or
more patterns occur two or more
times, processed as a -single unit
and subsequently divided.

TI'pynnosoii pucyuoic

Pacnosomenue B mpepesrax ofi-
HOIl BaroToBKM ABYX uiu Gojee
PUCYHIOB, BLIIOJIHEHHEIX B Mac-
mrrabe 1: 1.

prHHOB&H meIATHAS 3AT'0TOBKA

Ileqarnas saroroBka, ofpaGo-
TAHHAS KaK OMUH GIOK, HA KOTO-
PO OFMII WIU HCCKOJLKO PUCYIL-
KOB MOBTOPSAIOTCA ABA uin Gosee
pas, a sareM pasmeleHHaH.

Prpcédé soustractif

Prpcédé employé pour obtenir des
impressions conductrices et consis-
tapt A enlever d’'une maniére sélec-
tive les parties non désirées de la
fetille conductrice. ‘

Prjocédé additif

Prpcédé employé pour obtenir des
impressions conductrices et consis-
tant 4 déposer d’une fagon sélective
ul matériau conducteur sur un
support isolant non métallisé.

infpressions coy
bihaison d’ung

ou une graxure.

pour masquer
| protéger ndroits choisis,
lops 'de’la fabrication ou des essais.

Subtractive process

Process for obtaining conductive
patterns, by selective removal
the unwanted portions of the
ductive foil.

Additive process

dditive process

s8” for obtaining conductive
ferns by a combination of elec-
Oless metal deposition with elec-
troplating and/or etching.

Resist

Coating material used to mask or
protect selected areas during manu-
facturing or testing.

pouece

iféﬂ IIpOBOAA-
OUAIOITW CA
yhlanenny me-
ACTHROB HPOBO-

AIUTUBHEELA 1Ipofece

IIponecc moiyuduusa mHpOBOESA-
WX PUCYHKOB, 3§ KIIOUAIONIUHACH
B u30upareIbH(M  OCAIKIEHUR
MPOBOAHUKOBOTO | MaTepUaIa IHa
11epOILTUPOBAIIM  MaTEPUAI
OCHOBAHUSA,

TloxyaTnTHBIEL Npolece

Ilpomece ofpasojanusa mpoBos-
mero  pucymka [ xombummanumeit
NPOIECCOB OCAMKIEHVA MeTasa,
XUMUYECKUM U HITCHTPOINTIIE-
CKUM CITOCOOAMIE JI TPaBIEHNUS.

Peauer

HOI(pLITVIG, NCOO[Ib3YyCMOC B Ka-
YecTRe 3aluThl yjlacTROB BO BpC-
MsI HM3TOTOBJICHUI WJIWK CIILITA-

Facteur de gravure

Rapport de la profondeur de
gravure & la gravure latérale.

Gravure en retrait

Enlévement contrdlé de matériau
de base par procédé chimique sur
les parois des trous.

Etch factor

Ratio of depth of etch to lateral
etch.

Etch back

Controlled removal of base material
by a chemical process on the side
walls of holes.

1IN,

HoxazaTein TPABJICHMIA

OrHolIcHIE I‘.T[;YGI/[HI)I TPaBJICHUs
K GOI{OBOM_Y TPaABJICHUIO.

TloxTpaRIuBaHNe (JUIEETPHER)

Kourponupyemoe ypmameHme ma-
TEPUAIA OCHOBAHIKSI XUMHICCHUM
ciiocofoM 1a OOKOBOH CTEHKE .
OTBEPCTHSI,
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04-20

04-21

04-22

04-23

04-24

04-25

04-26

04-27

Placage métallique

Procédé consistant a réaliser un
dépot chimique ou électrochimique
de métal sur l'impression conduc-
trice ou partie de celle-ci, sur le
matériau de base et/fou sur les
parois des trous.

Placage métallique total

Dépot métallique effectué sur la
totalité de la surface d’un flan.

Placage métallique sélectif

ment sur une impression conduc-
trice.

Electrodéposition

Procédé consistant a réaliser un
dépdt électrochimique de I'impres-
sion conductrice sur le support
isolant ou dans un trou, les surfaces
de ce support ou les parois de ce
trou ayant été préalablement ren-
dues conductrices.

Barre de métallisation

Conducteur con
ment des surfaq

ion coyductrice, ou
’i ssion conduc-

Plating

Process consisting of chemical or
electrochemical deposition of metal
on all or part of the conductive
pattern, base material and/or
through holes.

Panel plating

Plating of the entire surface of a
panel.

Pattern plating

pattern.

Plating-up

mi

Process consisting of £lectrac
cal deposition of a condy

a hole, the
material or f

emporary/ conductive path inter-
cognecting areas of a printed board
s, electroplated.

Opverplate

Conformal metallic deposition on
a previously formed conductive
pattern or part thereof.

Ocasenne
.

IIpouece, saxmoYaOITUiics B Xu-
MUYECKOM HNIAN SJIBI{TpOXI/IMVI‘{G-
CKOM OCQIKJIEHUM MeTasia  Ha
BCEM MJIN HA YaCTH IPOBOMAIIETO
PUCYHLA, MATEPHANA OCHOBAHUSI
¥/UIK B CKBO3HHBIX OTBEpCTHAX.

OGamnelme H& 3aroToBre

OC&?KI{OHI/IC MEeTasa Ha BCEH I10-
BEPXHOCTH 33I'0OTOBKHU.

Ocaskenue Ha PUCYHEe

pe  ocamjieHne Me-
BOfANIEM PHCYHIKE.

wrouaonuiics B
HICRTPOXUMUYECKOM OCAMKIIEHNI
POBOAANIEr0| DHCYHKA HA Mare-
PHAI OCHOBAHUS VI B CKBOBHOM
OTBEPCTUH, HA{ IOBEPXHOCTU Ma-
TepHaa OCHOBAHUA WJIM HA
CTeHKM OTBE[CTHs, KOTOpHIE IO
aTOr0 Mporecga OLIIN 1IpeRBapHu-
TEJIHBHO CAEeIHHLL HPOBOAALIUMH,

Texunonornaedeuii megaTnIii
TIPOBOTHNL

IleuaTHsiil IYOBOZHUK, COEMUHSA-
0K yYaACTHH IeYaTHoW ILIaTL,

KOTOPHIE TOJIKHLL IMOABEPTaThCHA

YIERTPOXUMUHECKOMY ocamje-
HHIO.

HapanmupaHue Ha NPOBOJALMIi
PHCYHOE

Kougopmuoe MeTaILIHIEeCKoe
oCaIKIeHNe MeTajyla Ha  yiKe
TMPOBOASMMNI | pUCYHOK HAM HAa
Y3CTh €T0.

Réserve de soudure

Produit de revétement résistant 2
la chaleur, appliqué sur des zones
déterminées d’une carte imprimée
avant soudage pour empécher le

dépdt de soudure sur ces zones

durant les opérations ultérieures de
soudage.

Soudage par fusion

Réalisation d’un joint soudé par
fusion des revétements de soudure
présents sur les éléments constitu-
tifs du joint.

Solder resist

A Theat-resisting coating material
applied to selected areas on a
printed board to prevent the depo-
sition of solder upon those areas
during subsequent soldering oper-
ations.

Reflow soldering

The making of a solder joint by the
melting of solder coatings already
on the constituent members of the
joint.

PesucTHBHASA MACKa I Haiiku

TeniocToliKoe PE3UCTUBHOE HO-
KpLITHe, HAHOCUMOE I8 H30paH-
HBIE YYaCTHM IEUaTHOU INIATHI
TJIA WX BAIUTH BO BPeMA IPo-
Hecca MaiKm,

IIaiien omiarieHuemM

O6pasoBaHne IAAHOTO COeNMHe-
HISL TIyTeM PACIIABA HIOKPEITHA
NPUIOsA, yHe MMEIOUIeroca Ha
COCTABHBIX YaCTAX COCHUHEHUS,
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04-28

04-29

05

05-01

05-02

05-03

05-04

05-05

05-06

05-07

Soudage simultané

Méthode de soudage selon laquelle
plusieurs liaisons sont assurées
dans la méme opération.

Montage en surface

Connexion électrique des compo-
sants sur la surface d’une impression
conductrice sans utilisation des
trous de connexion.

Essais — Controle

— 19 —

Mass soldering

Method of soldering in which many
joints are made in the same oper-
ation.

Surface mounting

Electrical connection of components
on the surface of a conductive
pattern without utilizing compo-
nent holes. .

Inspection — Testing

T'pynnopan naiixa

Merop maiiwu, IpU KOTOPOM 3a
OIHY OIeparui0 BBIIOJIHAIOTCH
HECKOJBKO coefuHeHuil.

MouTasx Ha MOBCPXHOCTH

DIERTPUUECKOe COCTUHCHUE dIIe-
MEHTOB Ha UOBEPXHOCTH IIPOBO-
AAINEro pucyHra 6es MCIONB30-
BAHUSA MOHTAKIOLO OTBEPCTHA.

Hposepra. Hensrranue

Carte de production

Towte carte imprimée fabriquée
selgn les plans de détail, les spécifi-
catjons applicables et les prescrip-
tions de I’acheteur, et faisant partie
d’uh lot de production.

Carte pour essai

Carte imprimée convenant pour la
détprmination de lacceptabilité de
la farte, ou d’un lot de cartes, et
qui a été fabriquée suivant le méme
prdcédé de fagon a étre caractéris-
tiqpe de la carte de fabricd

Eplouvette

Partie d’une‘s pfimée utiljsée
popr détermine prabilité e
celle-ci

ja\ surface de la

Enfoncement

Production board

Any printed board manufactured in
accordance with detailed drawings
and applicable specifications and
purchase requirements and which
has been manufactured in g
duction batch.

Test board

tion of a printed board used
Jetermine the acceptability of

Bump

Protuberance on the surface of the
metal foil.

Indentation

A 1LIaTa

IJIaTa, M3ro-

?CTBI/II/I ¢ Io-
SfamMu, TPUHA-
1y CIIOBHAMY
WAMY [3alcasuynna, u
m3 cepuiinoil maprum
QUUTEJHHOr0 paBMepa.

[ CnpITATEILNAN MeIATHASL
WIATa

MMeuarnas maaTa, TPUTORHA AJIs
OIIpeNesIenus TTPIEMIIEMOCTI
nJIaTHl WA NapTHW IUIAT, U3ro-
TOBJIEHHAS II0 IIPQIIeccy, IpUcy-
feMy cepuiiHbIM firaram.

Teer-kEynon

Yacrp neuaTHoi IPJIATDI, HCIIOJL-
3yeMasi IJIs1 ONIPEefpIenns ¢e Ipu-
eMJIEMOCTH.

Bomykioers

BosBelllieHne HA| IOBEPXHOCTH
MeTAIINYeCKON QIbIu.

Busaruna

Dépression dans la couche conduc-
trice ne traversant pas entiérement
celle-ci.

Pigiire

Trou minuscule traversant la couche
ou I'impression conductrice.

Inclusion

Particule étrangére dans la couche
conductrice ou la métallisation et/
ou dans le matériau de base.

A depression in the conductive
layer that does not penetrate en-
tirely through it.

Pinhole

Minute hole through the. conduc-
tive layer or pattern.

Inclusion

Foreign particle in the conductive
layer or plating and/or in the base
material.

Vray6Guenue B IPOBOIALIEM CIOE,
KOTOPOE IONHOCTHIO HE IPOXOIHUT
Yepes Hero.

Toueunoe orseperue

Manenpkoe OTBEpPCTUE B MPOBO-
AANEM CII0e WM PUCYHKe,

Brinouenie

Wuoponnasi 4acruia B HPOBOAA-
meM ¢JI0€ MK B METAIIINIECKOM
OCKIEHNM H/IIM B MaTepraje
OCHOBAQHUS.
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05-08

05-09

05-10

05-11

05-12

05-13

05-14

05-15

Coulée de résine

Fluage de la résine du matériau
isolant sur la surface ou la tranche
de Pimpression conductrice.

Courbure (cintrage)

Défaut de planéité d’une carte,
caractérisé par une déformation
grossiérement cylindrique ou sphé-
rique telle que, si la carte est
rectangulaire, ses quatre angles
soient situés dans le méme plan.

Resin smear

Resin transfer from the base ma-
terial onto the surface or edge of
the conductive pattern.

Bow

Deviation from flatness of a board
characterized by a roughly cylin-
drical or spherical curvature such
that, if the board is rectangular,
its four corners are in the same
plane.

CMoAHOG MATHO

Hareranmne cmosint u3 Marepuaga
OCHOBAIIMA Ha IIOBEPXHOCTH WIN
Ha Kpaﬁ IPOBOAALILI'0 PUCYIIIA.

HNarud meuarHoii mIarny

Hedopmannsa, xapaKkrepusyona-
fAcs  TpyOBIM  IMIIMHIPHYECKUM
nin cepUIECKUM HCKDPUBICHUCM
TAKUM 06paBOM, YTO eCiIM IJIaTa
IPSIMOYTOJNIbHAA, TO ee YeThpe
yIIa HaxXojATes B ORHOW ILIOC-
KOCTH.

Vrillage

Déformation d’une plaque rec-
tangulaire, telle que I'un des angles
n’est pas dans le plan des trois
autres.

Epaisseur de Ia carte

Epaisseur du support isolant métal-
lisé ou de la carte imprimée y com-
pris la ou les feuilles conductrices,
mais & I’exclusion des métallisations
additionnelles (voir aussi le para-
graphe 05-12).

Epaisseur totale dela caxte

Epaisseur du ma
lis¢ ou
comp
trices et\4a
mentaire

rmité de la position
d’une impression, ou portion d’im-
pression, a la position théorique ou

Twist

Deformation of a rectangular shec
such that one of the corners is 1
in the plane containing the oths
three corners.

Board thicknes

Ta ard thickness

hickness of the metal-clad base
matgrial or printed board including
hductive layer or layers and
including additional plating and
other coatings which are an integral
part of the printed board.

Registration

Degree of conformity of the posi-
tion of a pattern, or a portion
thereof, with its intended position

CrpyunBaind MeTaTHOH ILIATH

,  SAKJFOUAIOWIAC
T3 NPpAMOYTOJb-
IIJXOCKOCTH, B KO-

HTCST OCTAJIBHBIE TPU

OJIIIHA TIC Ao MIaTHL

Tonmuua QJILTHPOBAHHOTO Ma-
TEPUANa OCHOBAHMA WM IIEYaT-
HOJi INIATH, | BRIIOUAA TPOBONA-
muit ¢1oft, HO MCII0Yas [[OIoJI-
HUTEIHIOC QCAMKIEHNe MeTaJa
(em. Taeke fopmyurr 05-12).

CyMMapnasI ITONIIMITA HeUaTHOI
THIAThI

Tommmna $PILIUPOBANHOTO Ma-
TEpuajia OCHOBAHWA WM II€4aT-
HOI IIJIATEL,| BRIII09AsA IPOBONKA-
Uit CI0M WM CcJoU, JLOIOJIIU-
TEJbHOE XUNMUEeCKOEe NN Tallb-
BAHNYECKOE |1 OPYTIME NOKPBITUS,
KOTOPEIE ABIAITCA COCTABHOI
YaCThIO TMEYJTHOM IIIHATLL.

Conmerenng

Cremenub COQTBETCTBUS pacnoio-
JHEHUS pACYHKa I €ro 4acTi ¢
IIPeNIoIaragMepiM  €ro  pPacroio-

a la position de toulc autre IMpres-
sion située sur la carte.

Précision du tracé

Degré de fidélité des bords de
Timpression au cliché de produc-
tion.

Distance de bord

Distance entre les bords d’une
carte imprimée et une impression
ou/et des composants.

Of wiih any other pattern ol {ho
printed board.

Definition

Degree of conformity of the pattern
edges with the production master.

Edge distance

The distance of a pattern and/or
components from the ledges of the
printed board.

TROHNGM T ¢ KaKuM-Ju6o Apy-
I'MM PUCYHKOM I1e4aTHOi IJIATH.

YeTRoCTsH Kpacn

CrereHb COBMEIIEHUSA Kpaen pi-
cynxa ¢ pabounm {Joromadio-
HOM.

PacerosHume 0T Kpas NeuaTHOI
TUIATELE

PaccroAaHme  pUCYHHKA — M/MiK
BIEMEHTOB OT Kpaep IedaTHoH
TIATHL.
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05-16

05-17.

05-18

05-19

05-20

Largeur du conducteur

Largeur mesurée d’un conducteur
lorsqu’on "observe perpendiculaire-
ment en n’importe quel endroit,
pris au hasard, de la carte imprimée
préte a étre livrée.

On ne tiendra pas compte des
imperfections, telles qu’entailles,
piqiires ou rayures, tolérées par la
spécification particuliere.

Largeur contractuelle

Largeur d’un conducteur spécifiée
acheteur et

fabricant.

Distance entre conducteurs

Distance entre les bords en regard
(et|non d’axe en axe) de conducteurs
vofsins sur une méme face de la
callte imprimée.

Intensité maximale admissible

Courant maximal qui peut par-
cowirir de fagon continue un conduc-
‘tey éeifiées.

r dans les conditions spé

Conductor width

The observable: width of the con-
ductor at any point chosen at
random on the printed board when
ready for delivery and viewed from
vertically above.

Imperfections, for example, nicks,
pinholes or scratches, allowed by
the relevant specification are
ignored.

Design width of conductor

The width of a conductor specified
and agreed be
manufacturer.

Conductor spacing

IInpuna npopogmra

Bupuman csepxy mwupuna rpo-
BOHUKA B 060N HPOUBBOIBIION
TOYLE 1A ICUYATION IiIaTe, roTo-
BOHl K HocrasKe.

CyeHusa TpPOBONHMKOB, TOYEd-
HEIE OTBEPCTHA WM IIAPALMHEL,
TOIMYCKAEMEIE YACTHHIMU 'TeXHU-
JECKUMHU YCIOBUAMM, BO BHHMA-
HHe He IPUHUMAIOTCI,

PacuyerHas NMMPUHA TPOBOHUKA

IITupuna 1poBORHUKA, OTOBOPEH-

1y CoCeqHuUMM
IIH0OB HA CJ0¢
0BO€ pPACCTOA-~

Jomycrnmasn HATPY3ES TOKOM

MaxcumanbusLii
MOKET MPOTEKATH
IIPH OT'OBOPEHHEIX

rOK, KOTOPLIi
10 IPOBOAHUKY
YCIAOBUAX,

Excroissance Paszpaeranne
Adcroisseme VBexuueHue IMAPHHEL TPOBOHI-
copducteur sur yn KA HA OJ[HOY CTOP(QHE, BEI3BAHHOE
pa dting build-up, over that given TIPOLECCOM DIEKTPOXUMMUECKOTO
raj in the production master or by the WU XUMUYeCioro [HapamyuBann,
pa resist (see Figures 3a and 3b). no ornornuennio | padouemy ¢o-
les TOIAONOHY WIN | PE3NCTUBHOMY
TOKPHTHIO (CM. phc. 3a u 3b).
Largeur du conducteur
Conductor width
HInpuna npoBofHNKA .
Largeur du conducteur indiquée
-t - sur le cliché de production
Revétementmétatitque 7 Comductorwidthas-imrproduction master
Plating ~tt - - Mupnna npoBogHUKA 1m0 pabouemy
Ocampgenne MeTaiia doromabrony
Réserve \
Resist _ - . S
Pesucr Feuille métallique
'/ Metal foil
i A N ™ ‘% MeTtannmgeckas Goabra
Support isolant =< RN N A W ¢
Base material — - S S W A
Marepuas 0CHOBRHUS T LW W W T —
Excroissance
-1~ Quigrowth
Pazpacranune
171475
FIGURE 3a. FIGURE 3a. Pucvuor 3a.

(Procédé soustractif)

(Subtractive process)

(Cy6rparTuBHbIl IPOIECE)
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—

Largeur du conducteur
Conductor width

In

PHHA TIPOBOJHUKA
Largeur du conducteur indiquée

A stalli e Lo sur le cliché de production
F;r;c?:zment métallique ¥ Conductor width as in production master
OcarsTeHIe MeTaIIA i o llupura npoBORHMKA 110 padouemy
doromabiaony
Réserve N
Resist —————p 72
Pesucr G N L N SN N N N W N N N N Y Support isolant
O NN N N BN i Base material
N A A W e W e Marepuast 0CHOBAHISA
Excroissance
et B Outgrowth
Pazpacranue AN
* 172)75
FIGURE 3b. FiGurg 3b. u 2)1« 3b.
(Progédé additif) {Additive process) (AAmypBYHITT TIpoIEce)

05-21 Gravure sous-jacente Hoprparmupanue
Rainure ou affouillement d’un bord HamaBra Wiy [BHIEMKA y OIHOIO
de conducteur causé Kpas NpOBOANMKA, BLI3BAHHAA
(voir les figures 4 et TIPOTIeCCOM TPABIEHNA (CM. PUC. &
Largeur du conducteur indiggiée
Réservp organlqu sur le cliché de production
Organif Conductor width as in produgtion master
Opranjue Ilnpuna nmposoauKa Mo pafouemy
(oromabmony
Condif] \\\\\\\ DINNRNNRN
Condugte (2222225
IIpoBoguuK
POBOX S o s e e Support ijolant
AOSOX o OO \\\\\ SN \\\\‘ ~—— - Base matgrial
AN NN A\ N N N . N N N . N N W P —
Gravure sous-jacente
-t — Undercut
IToxrpasnusanne
173175
FIGURE 4. — Pucvnor 4.
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05-22

Surplomb

Somme de I’excroissance et de la
gravure sous-jacente  (voir la
figure 5) ou excroissance seulement
en I’absence ‘de gravure sous-
jacente (voir les figures 3a et 3b).

23 .

Overhang

Sum of outgrowth and undercut
(see Figure 5). If undercut does not
occur, the overhang is the out-
growth only (see Figures 3a and 3b).

Largeur du conducteur
Conductor width

[lupuHa MPOBOTHMKA

Hasucanue

CyMMa paspacraHus M IOATPAB-
susauns (em. puc. 5). Ipm or-

-CYTCTBHU IIOATPABJIABAHUA HABN-

camnme COCTONT U3 ONHOTO Pas-
pacrauust {cM. puc. 3a u 3b).

Largeur du conducteur indiquée

Revétement métallique - Ll sur le cliché de production
Plating ¥ Conductor width as in“production master
OcaKieHre MeTalia \ -t 3o~ Nlupyra npoBofHUKA IT0 pabouemy
q ¢oromalbiony
N
SAANAANNNNNNNNNNNNY AN
Conductefir
Conductof
IIpoBomuyk 3 \
N ANEANEAN ANEANIAN iso b
PN N N S S S S SO S S S S A
NN NN SO SN S S S NS r|1§
S SN, SoSC SN SO S S S8 S0
N OBAHUA
Gravure sous-jacente
Undercut -
Hogrpasnusare Excroissance
B 3 Outgrowth
Surplomb Paspacranne
Overhang - -t
Hasucanue 174/75
05-23 Mangue Paxosuua
Absence de dépot YacruuHOE OTCYFCTBHC HANECEH-

05-24

05-25

05-26

h endroit détermi

=]

saire
du’ sup-

Pull-off strength

Force, normal to the printed board,
required to separate a land from
the base material.

HOT'O BEILeCTBa Hp. OIpeaeJIeHHOM
y4acTke.

IipounocTs Ha OTPEIB

Cuita, mepueHANKYIAPHAA K IIo-
BEPXHOCTHM IEYATHON IIIATHI, He-
o0xofgumMas A [oTaeIeHuss KOH-
TAKTHOM IITOIAMKY OT MaTepHaa
OCHORAHHSA.

Force d’adhérence

Force nécessaire par unité de lar-
geur pour décoller le conducteur ou
la feuille de la surface du support
isolant.

Décollement interlaminaire

Séparation totale ou partielle des
couches élémentaires a I’intérieur
du matériau de base ou de cartes
imprimées multicouches.

Peel strength

Force per unit width required to
peel the conductor or foil from the
base material.

Delamination

Total or partial separation of ply
within base material or multilayer
printed boards.

HI)O‘IIIO C¢Th 118 OTCAaMBaHlie

VYeunue ua €IUHUIY WINPUHH,
Heob6XoMuMoe MJIA  OTCAAMBAHUS
TPOBOFHUKA M QOJALTHM OT Ma-
TEPUATA OCHOBANUA.

Paccnoenue

ITommoe wian YacTuyHOE OTHEIe-
HII¢ CJI0€B BHYTPH MaTepHajia
OCHOBAHUA MWMJIHU MHOTOCIONIIONR
NEeYaTHON nIaTLI.
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Etude.du circuit
Circuit design
Honcerpyxiusa cxemst

Etude de la carte
Board design
Kouerpyxiust miaTe

b e e e et i it e s e e i e s e e

04

Schéma de principe du circuit
Circuit design
KounerpyRruusa cxemsl

et e S T —— — — — o

Dessin de disposition
Lay-out sketch
Cxema pasmeinenus

— et — et e i e e e Pt i et T e e e

Dessin modéle
Artwork master

OpHrHHAI /]

Outillag
Artwor
Opurugan

o©

Fabricgtion d’apu
les plaps de fabricatio

Manufdcturing according
to manufacturing
drawing(s)
Nsror
CTBHK
CTBEHH

X

| /\

Cliché de producti rigival
Original pro i ste
i

Cliché de production
a image muftiple

production master
I'pynnoBoi §orpuradbion

Multiple impge

- — b o e i . e i

Y

Flan de production multiple
Multiple printed panel
Tpynnopas HeUATHAS SaTOTOBKA

™~

Carte imprimée
Printed board
Tlevarnas nuara

Assemblage
Assembly
Yaea

FIGURE 6.

Diagramme simplifié.
Suivant les méthodes de
conception et de production
réellement utilisées, le dia-
gramme exact peut étre
diftérent.

“Carte imprimée équipée
Printed board assembly
Ilewarautit yaexn

FIGURE 6.

175175

Pucvnox 6.

Simplified flow chart.
Depending on the actual
design and manufacturing

methods used, the actual flow
chart may deviate.

(daxTrdecKas TeXHOJOTH-
YeCKasd CXeMa MOKeT H3Me-
HATHCH B BABHCUMOCTH OT
(paRTHUECKOTO uepTema u

MeTOJa UBTOTOBJICHUA,
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Bosse . ..o oo 05-04 Force d'adhérence . . . . . . . . . ... ... 05-25
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